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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien I'état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a I’établisse-
ment des éditions révisées et aux mises 4 jour peuvent étre obtenus
auprés des Comités nationaux de la CEI et en consultant les
documents ci-dessous:

° Bulletin de la CEIL

L ] Anmnuaire de la CE1

Publié annuellement

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under con-
stant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects
current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions
and amendment sheets may be obtained from I E C National Com-
mittees and from the following IEC sources:

® 1EC Bulletin

[ ] IEC Yearbook

Published yearly

®  Chtalogue des publications de la CEI

Phblié annuellement

Terminologie

En cd qui concerne la terminologie générale, le lecteur se repor-
tera a I3 Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique
Internafional (V.E.1.), qui est établic sous forme de chapitres
séparés| traitant chacun d'un sujet défini, I'Index général étant
publié¢ s¢parément. Des détails complets sur le V.E.I. peuvent étre
obtenug sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la prése
ont été|soit repris du V.E.L., soit spécifiquement 3
fins de gette publication.

Symbdles graphiques et littéraux

Pour | les symboles graphjque
d’usage|général approuvés pir la

—  lg Publication ¢
€kectrotechnique)

— 13 Publication 1
andés.

Les symboles £t sipnes'conts
été soit|repris des Publi : 4
fiquemgnt dpprouvés auxifin$ de'\cette publication.

Publications-de 1a €
Comit¢ d’Etudes

I £tablies par le méme

®  Catalogue of IEC Publications

Published yearly,

red to IEC Publica-
ulary (LE.V.) which
each dealing with a
lished as a separate
plied on reguest.

b present publication

Graphical and letter symbols
For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by
the IEC for general use, readers are referrefl to:

— IEC Publication 27: Letter symbols td be used in electrical
technology;

—  IEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the prefent publication have
either been taken from I E C Publications 27 pr 117, or have been
specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
Technical Committee

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumeére les publications de Ia CEI préparées par le Comité
d’Etudes qui a établi la présente publication.

The attention of readers is drawn to the inside of the back cover,
which lists IEC publications issued by the Technical Committee
which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
Premier complément a la Publication 326-3 (1980)
CARTES IMPRIMEES
Troisiéme partie: Etudes et application des cartes imprimées
PREAMBULE

1) | Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techifiques, pré hités d’Etudes
ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, exprime : esure possible

un accord international sur les sujets examinés.

2) | Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont ag és| nationaux.

3) adoptent dans
€ permettent.
re du possible,

a présente norme a ¢

Elle constitue le premiex , Troisiéme
pa

[Jn premie @r tte réunion,
un| projet, docurhg ut soumis a
I’approbation dg

Bureau Central)210, furent soumises & I'approbation des Comités natio-

na nx Mois en janvier 1981.

&du Sud (République d’) Espagne
Hongrie

Australie Italie
Autriche Japon
Belgique Pays-Bas
Brésil ) Roumanie
Bulgarie Royaume-Uni
Chine Suede
Corée (République de) Suisse
Danemark | | Turquie
Egypte

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue a Bruxelles en 1980. A la suite de cette

ités Mattonaud\des pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

réunion, un

projet, document 52(Bureau Central)211, se rapportant au paragraphe 4.2: Revétements de finition, fut
soumis & I'approbation des Comités nationaux suivant la Regle des Six Mois en janvier 1981.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

First supplement to Publication 326-3 (1980)
PRINTED BOARDS
Part 3: Design and use of printed boards

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technicd]l Coly
National [Committees having a special interest therein are represented, express, as nea a
consensug of opinion on the subjects dealt with.

2} They have the form of recommendations for international use and they are accppte
sense.

3) In order fo promote international unification, the IE C expresses the wish thé
of the IE|C recommendation for their national rules in so far as national Conditions will{e
IEC recgmmendation and the corresponding national rules should, as 3

This stanglard has been prepared b

It constitfites the first supplp
Printed Bogrds.

A first drpft was dis

Document p2(Central Offie
Committees

hft,
nal

Amendments, Dg - ¢ val
under the Two Manths Ridgedure in

The Nati g following countries voted explicitly in favour of publication:

Japan
Korea (Republic of)

Belgium Netherlands

Brazil Romania

Bulgaria South Africa (Republic of)

China Spain

Denmark Sweden

Egypt Switzerland

Germany Turkey

Hungary United Kingdom

Italy -

A first draft was discussed at the meeting held in Brussels in 1980. As a result of this meeting, a draft,
Document 52{Central Office)211, dealing with Sub-clause 4.2: Metallic Finishes, was submitted to the
National Committees for approval under the Six Months’ Rule in January 1981.
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Les Comités nationaux des pays ci-aprés se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Al

Afrique du Sud (République d°) Italie

Allemagne Japon

Australie Norvége

Autriche Pays-Bas

Belgique Roumanie

Brésil Royaume-Unj

Bulgarie Suede

Chine Suisse

Corée (République de) Turquie

Egypte Union des Républiques
Espagne Socialistes Soviétigpies
France

tres publications de la CEI citées dans la présente norme:

Publications n™ 216:

249-1:
249-2:
326-2:
326-3:

Guide pour la détermination des propriéiés d
triques.

Matériaux de base pour circuits imprimé
Deuxiéme partie: Spécifications.
Cartes imprimées, Deuxiéme partie/ Méthe
Troisieme partie: Etudes et application des/cartes imprimeées

W

N\

isolants élec-
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The National Committees of the following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia Netherlands

Austria Norway

Belgium Romania

Brazil South Africa (Republic of)
Bulgaria Spain

China Sweden

Egypt Switzerland

France Turkey

Germany Union of Soviet
Italy Socialist Republics
Japan United Kingdom

Korea (Republic of)

Other IEC publications quoted in this standard:

Publicati¢ns Nos. 216: Guide for the Determination of Thermal Endurance Py
Materials.

249-1: Base Materials for Printed Circuits, Part 1: Test Me

249-2: Part 2: Specifications.

326-2: Printed Boards, Part 2: Test Methods.

326-3: Part 3: Design and Use of Printed Boards,

N



https://iecnorm.com/api/?name=8581233aa2f8a7d4e4371b02197103d3

— 8 — 326-3A © CEI 1982

Premier complément a la Publication 326-3 (1980)
CARTES IMPRIMEES

Troisiéme partie: Etudes et application des cartes imprimées

Page 8

4. 1—Matériaux

Remplacer « A ’étude» par les nouveaux paragraphes suivants:

4.1.1 Généralités

prenant en

e) les propriétés particuliéres, paxexemple éristl iy stion, d’usi-

La méthode de réalisation perimet de~détermine ¢ (méthode

a) une planchg Sims que Maguée cuivre ou un film de polymere plaqué clivre ou les
impre pi § par une élimination sélective de la feuille congluctrice aux
endroitsnof

¢ ou un film de polymére non plagués, ou les impressions con-
dépot sélectif de matériau conducteur sur le matériau fle base non

riteres qualitatifs sont donnés pour choisir les matériaux de base| pour cartes
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First supplement to Publication 326-3 (1980)
PRINTED BOARDS

Part 3: Design and use of printed boards

Page 9

4.1 Materials

Replace “Under consideration’ by the following new sub-clauses:

4.1.1 General

The engineer concerned with the design of a printed board shall choo nto

consiideration:

a) prpcess to be used (subtractive, additive, semi-additive);
b) type of board (single-sided, double-sided, multilayer, f]
c) elgctrical properties;

d) mechanical properties;
€) sp

Th
uncld

1-ametalkela e material (subtractive process) of an
i ss) hallbe used.

aj cg ic resif\banded\ shegt oX copper-clad polymeric film, where the conductive
pa ive ¢ unwanted portions of the conductive foil, or

Co

b) un Qide de polymeric film, where the conductive patterns are obtained
by 10T gnductive paterial on unclad base material.

In T4 are given for choosing materials for printed boards.
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Premier guide pour le choix des matériaux de base pour cartes imprimées

Cartes imprimées rigides

Cartes imprimées flexibles

Papier- Papier- Mat de Tissu de Film de Film de Film éthy-
résine résine verre- verre- polyester polyimide léne pro-
phéno- époxyde résine résine pyléne
lique polyester époxyde perfluoré
(FEP)
Caractéristiques 0 0/+ + ++
mér‘anin‘nﬂi
—
(aractéristiques 0/+ + +++ ++ ++ Nt ?
électriques
4 A O\
Résistance aux + 0/ + + ++ O/ P\ ++\t\/ ?
températures €éle-
vées d’utilisation \
Ny
Résistance & une 0 0 + + + ++
forte humidité en \
utilisation //\
Résistance aux + + + &j + S 0/+ 0
températures
de brasage /\ N

aQs certaines co

signifie que les caractéristiques ne sont pas|suffis
- |peut créer des probiemes d

ditio

amunent
ns la

es p

r figurer dans ce tableau

part des applications

afions reconnues pour le matériau requis, une spécification
pes doit étre établie.

les'méthodes d’essai de la Publication 249-1 de la CEI: Matériaux de base
Premiére partie: Méthodes d’essai;

b)~en suivant la disposition et la forme de la Publication 249-2 de la CEI: Matériaux d
circyits imprimés_Denxiéme partie: Qpéciﬁmifinn:'

sés 4 la CEI doivent étre utilisés. La Publicatiop 249 de la
imprimés, comprend les spécifications des matéripux plaqués

n des cartes

particuliére

bour circuits

e base pour

¢) en liaison avec le fournisseur du matériau. .

Quand des propriétés particulieres sont essentielles, celles-ci doivent étre définies et spécifiées
conjointement avec le fournisseur de matériau.
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TaBLE 1

A first guide for choosing materials for printed boards

Rigid printed boards Flexible printed boards
Phenolic Epoxide Polyester Epoxide Polyester Polyimide | Fluorinated
resin resin resin resin film film ethylene
bonded bonded bonded bonded propy-
paper paper glass mat glass lene film
tabric (FEP)

Mechanical 0 0/+ + ++

properties

£\
Electrical properties 0/+ + +++ ++ +++ A+ ?
ANEEG

Resistance|to + 0/+ + ++ 0/++ N+ ?

high tefiperature

during yse <\

R

Resistance|to high 0 0 + + p + ++

humidity during

use
Resistance|to sol- + \/)/ + 0

dering tpmperature

where:

?  means th
— may caus
0 =
.4+, +

+

Pr
for H

Test Methodss

b} fgllowing the layout and format of 1EC Publication 249-2: Base Materials for Printed Circyi

rt\2: Specifications,

fair, will usually cause no proble
good, very good, €

0
"

ould be used. IE C Publication 249: Base Matemials

for

ion available for the required material, a suitable specificafion
d be prepared.

¢) in conjunction with the material supplier.

Where special properties are essential, they should be defined and specified in conjunction with the

material supplier.
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4.1.2 Description générale des matériaux pour cartes imprimées

4.1

Quand des températures maximales d’utilisation sont citées dans les descriptions suivantes, ces
températures ne sont données qu’a titre indicatif et n’impliquent pas que des modifications brusques
des performances ou des degrés de vieillissement se produiront si elles sont dépassées.

En outre, on doit noter que certaines propriétés des matériaux peuvent étre influencées par des
facteurs tels que la conception de la carte imprimée (par exemple I'épaisseur de la carte, 'importance et
la répartition du métal, le nombre de couches, etc.) la méthode de réalisation (par exemple procédé de
stratification des cartes imprimées multicouches), au point que les cartes imprimées terminées aient des
propriétés qui différent considérablement de celles du matériau de départ.

Pour une définition précise des caractéristigues thermiques des matériaux, se référer a la Publication

2.1 Matériaux plaqués cuivre pour cartes imprimées rigides

216 de la CEI: Guide pour la détermination des propriétés d’endurance the matériaux
isolants électriques.

Papier-résine phénolique

t utilisables
re que des
he dégrada-
1 chauffage
e; de telles

ce phéno-
alement ces

ment de ces
basse.

fompare au
ee’en plus une meilleure usinabilité et de meilleures caractéristiques
g jusqu’a des températures de l'ordre de 90°C a 110°C suivant ljépaisseur.

! es caractéristiques mécaniques de ce matériau sont plus basses que celles des matériaux a
base de tissinde verre, mais généralement plus élevées que celles des matériaux 4 base de papier. Il est
¢ependant trés résistant au choc. Ses caractéristiques électriques sont bonnes dans une large bande de

Tréquences e sont mainienues en presence d une forte humidité. La resistance au chennnement et &
I'arc dépend du grade choisi. La plupart des grades sont utilisables jusqu’a des températures de 'ordre
de 100°C a 105°C.

Tissu de verre-résine époxyde

Les caractéristiques mécaniques de ce matériau sont meilleures que celles des matériaux de base de
papier, particulitrement en ce qui concerne la contrainte de flexion, la résistance au choc, la stabilité
dimensionnelle dans les trois axes, la planéité et une plus grande résistance au choc thermique provo-
qué par le brasage. Les caractéristiques électriques de ce matériau sont également bonnes. La plupart
des grades peuvent étre utilisés jusqu’a des températures d’environ 130°C et sont moins affectés par les
conditions d’environnement défavorables (humidité).
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4.1.2

4.1.2.

General description of materials for printed boards

Where maximum operating temperatures are quoted in the following descriptions, they are intended
only for guidance, and do not infer that abrupt changes in performance or in rates of ageing will occur if
they are exceeded.

Furthermore, it should be noted that certain material properties may be influenced by factors such as
the design of the printed board (e.g. board thickness, amount and distribution of metal, number of
layers, etc.) and production processes (e.g. laminating process of multilayer printed boards) to such an
extent that the readily processed printed boards exhibit properties which differ considerably from the
original material properties.

For a precise definition of the thermal characteristics of materials refer to TEC Publication 216:
Guide for the Determination of Thermal Endurance Properties of Electrical Insulating Materials

—
)

bpper-clad base materials for rigid printed boards

Phenolic resin bonded paper

This material is manufactured in various grades. Most grade suitably 3 2 5 up
to approximately 70°C to 105°C, depending on the grade and i : erm
opergtion at temperatures towards the higher end of tHis rdng bme

prop saxbohi at anth,_in the areas affected,|the

insul

=)
=
@
el
5
o
=
o
=
=]
—
s
[22]
@.
17
—+
Q
v

w e o
carb ed.

Exposure to high humidity'significap 8 i ugh
this ¢ .
Epo

Th yith

phen ng-Better machinability and mechanical properties. It is suitable|for
use af températures\yp Xo app mately 90°C to 110°C, depending on the thickness.

Mgst mechanical prgperties of this material are lower than those of materials based on glass fabrics
but generally highérthan those of paper-based materials. It is, however, highly resistant to impact| Its
electrical properties are good over a wide frequency range and these are maintained when it is expdsed
to high umidify. Tts resistance fo tracking and arcing is dependent on the grade selected. Most grades
are suitable for use at temperatures up to approximately 100°C to 105°C.

Epoxide resin bonded glass fabric

The mechanical properties of this material are better than paper-based materials particularly with
regard to flexural strength, resistance to impact, dimensional stability in all three major axes, flatness
and greater resistance to the thermal shock caused by soldering. The electrical properties of this
material are also good. Most grades can be used up to temperatures of approximately 130°C and are
less affected by adverse environmental conditions (humidity).
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4.1.2.2 Matériqux plaqués cuivre pour cartes imprimées flexibles

| N

Il est d’usage courant d’utiliser le méme matériau pour le film de protection des pistes que pour le
film de base, mais d’autres matériaux peuvent éire utilisés.

Certaines caractéristiques données peuvent étre modifiées profondément par le systeme adhésit
utilisé.

Film de polyester

La caractéristique pour laquelle ce matériau est généralement utilisé est sa flexibilité. Sa qualité
particuliére est qu’il peut étre chauffé de maniére a former un trainard rétractable. A condition qu’un
8 1é soit utilisé &1 & rdre de 80°C

4 130°C, suivant le grade, Pendant le brasage, une attention soutenue est ngcessar ue ce film a

st exposé a
une forte humidité.

Film de polyimide
Phumidité
ordinaires

is des films

avec enduction d’adhésifs spéciaweusi ili iy ! 3 pyléne per-

baractéristi-
F Phumidité

un stratifié
ité aux températures de brasage n’excédant pas 250 °C, mais il
ériau est un thermoplastique dont la température d¢ fusion est
fe résistance a ’humidité, aux acides, aux alcalis et solvants organi-
tage’ est qu'aux températures de stratification les pistes condyctrices sont
dant 'opération.

primées multicouches sont constituées de couches avec impressions condudtrices alter-
ouches de matériau isolant, le nombre de couches avec impressions condugtrices tant
plus grand que deux. Elles sont fabriquées a partir de cartes imprimées €lémentaires mincep (simple ou

daf 1L dacallaee Cesfewilles de collaae sont
TR e e toHRISS a6

tdouble fd\.c) stratificesensembles Paide-defeniltes-de-eol £e £ des feuilles
de matériau tel que le tissu de verre, imprégné avec une résine sous-polymérisée qui sera polymérisée
complétement lors de I'étape finale de stratification de la carte imprimée multicouche.

Les matériaux plaqués cuivre utilisés pour les couches de cartes imprimées €lémentaires minces sont
fondamentalement les mémes que ceux qui sont utilisés pour les cartes imprimées simple ou double
face. Ordinairement ils sont plus minces que les matériaux utilisés pour les cartes imprimées simple ou
double face et les épaisseurs normalisées comportent une gamme au lieu de quelques €paisseurs fixes.
Tls ont les mémes caractéristiques fondamentales que les matériaux correspondants qui sont décrits plus
haut.

Les feuilles de collage sont polymérisées au stade final, quand la carte imprimée multicouche est
stratifiée. Elles acquiérent donc leurs caractéristiques finales seulement apres stratification. Il convient
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4.1.2.2 Copper-clad base materials for flexible printed boards.

It is normal practice for the cover layer to be of the same material as the base film, but alternative
materials can be used.

Certain of the properties given may be modified significantly by the adhesive system used.

Polyester film

The characteristic for which this material is generally used is its flexibility. Its useful feature is that it
can be heat set to form retractable coils. Provided that suitable adhesives are employed, this material
can be used at temperatures up to approximately 80°C to 130°C, depending on the erade When
solddring, considerable care is needed as the film tends to soften and distort at solderfing te

peraturgs.

It has excellent electrical properties and these are well maintained whendthe\mageriatis agl to
high humidity.

Polyymide film

This material has good flexibility and can be safely soldefedN\provi : o i is first
remo| °C
conti of

A
of pd

ties

Fluoginated ethylene prppylene

Thiis film is usyally combined glass fibre to form laminates with good flexibility at
soldgring temp § rf it may also be used unsupported. The material fis a
thermoplastic with“ine ¢ . of apout 290°C. It has excellent resistance to moisture, adids,
alkalls and organje’s 3 in disgdvantage is that at laminating temperatures, during proges-
sing,

3 Mda
Myltilayergrinted Roards consist of alternate layers of conductive patterns and insulating material
with 7s in more than two layers. They are built up with individual thin printed bodrds

(single-sided or double-sided) bonded together with insulating bonding sheets. These bonding sh¢ets
consikt of sheet material for example glass fabric_impresnated with-asemi-curedresin-whichwill be
cured to the final stage when the multilayer printed board is being laminated.

The copper-clad base materials used for the individual thin printed boards are basically the same as
those used for single/double-sided printed boards. Usually they are thinner than the materials used for
single/double-sided printed boards and their thickness is standardized in ranges instead of a few fixed
values. They have the same basic properties as the relevant materials described above.

The bonding sheets are cured to the final stage when the multilayer printed board is being laminated.
They show their final properties, therefore, only after lamination. It should be noted, however, that the
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de noter, cependant, que les méthodes de fabrication et la conception de la carte imprimée multicouche

peuvent avoir une influence considérable sur les propriétés du matériau.

4.1.2.4  Matériaux spéciaux ef matériaux ROUVEAUX

En plus des matériaux décrits ici, il y a des matériaux spéciaux et des matériaux nouveaux sur le

marché, qui ne sont pas ou pas encore normalisés.

Note. ~Un exemple de matériau spécial est le verre tissé-résine silicone qui est utilisable jusqua des températures

d’environ 180°C.

description générale les concernant ne peut étre donnée ici. Pour leur utjfisati
consulter les fournisseurs.

4.113  Propriétés particuliéres

4.1)3.1  Usinabilité

Les normes des matériaux ne donnent pas d’infor

d’autres ne peuvent étre poingonnsg
les recommandations du fournisse

4.2 Revétements de finition

4.2.1 Revétements métalliques de finition

4.2.1.1 Matériaux

Puisque 'évolution de ces matériaux spéciaux et de ces matériaux nouveaux est en cours, aucune
il est n¢cessaire de

nent seule-
poingonnés,
riaux peut,
les d’usina-

d’observer

brades d’in-
ple dans la

de base ne
imprimées
pantité et la
ctéristiques
hme que le
s, consulter

11 convient de choisir pour 'impression conductrice une finition en rapport avec l'utilisation de la
carte imprimée. Le type de finition peut influencer le procéd¢ de fabrication, les coits de production et
les caractéristiques de la carte imprimée, par exemple le comportement en stockage, la brasabilit¢, les

caractéristiques de contact.


https://iecnorm.com/api/?name=8581233aa2f8a7d4e4371b02197103d3

326-3A © IEC 1982 — 17 —

production processes and the design of the multilayer printed board may influence the material proper-
ties considerably.

4.1.2.4 Special marerials and new materials

Besides the materials described here there are special materials and new materials on the market
which are not or have not yet been standardized.

Note. — An example of a special material is the silicone tesin bonded glass fabric which is suitable for temperatures up to
approximately 180°C,

Since-development is in prooress no general description of special materials and ne

be given here. For the use of these materials, consultation with the supplier of the mgterialis necessary.

4.1.3  Some particular properties
4.1.3.1 Machinability
T} -
nate with
the L, be
diffd Iple,
certs hted
temy
4132 F
5S¢ am-
mab
It i A 3 flammability characteristic of the base material is giver) for
gUidI sign
of t r of
laye [ be
bett 9.3
(und
4.2 Surfqce finishes
Replace thetext uf thissnb=chanse by the fu”uvw.ns.

4.2.1 Metallic finishes

4.2.1.1  Materials

A suitable finish for the conductive pattern should be chosen, depending on the application of the
printed board. The type of the surface finish may influence the production process, the production costs
and the properties of the printed board, for example shelf life, solderability, contact properties.
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Des exemples de revétements de finition largement utilisés sont donnés ci-dessous:
a) Cuivre (sans revétement additionnel)

Utilisé pour tous les types de cartes imprimées sans prescriptions particuliéres de finition. Un
revétement de protection temporaire est généralement appliqué. Les valeurs recommandées pour
I'épaisseur du revétement en cuivre dans les trous métallisés sont données au paragraphe 6.3.2.

b) Etain
Utilisé pour préserver la brasabilité. On emploie en général des épaisseurs de 5 pm a 15 pm.

¢) Etain plomb

Utilisé pour préserver la brasabilité. L’épaisseur obtenue dépend du procsdé mtiligé: 5 um 2a
15 pm généralement pour un dépdt électrolytique brut, épaisseur quy dessous de
1 pm localement si ce dépét est fondu, ou s'il est appliqué au trespg au rouleau

chaud. Ces zones de faible épaisseur sont principalement les apgleSentke illes is des trous

d) Or

Utilisé en général sur une barriére de
commutateurs ou des contacts debord i

I pour des
utiliser 'or
es caracté-
les remar-

htacts. Des
peut poser
du bain de

ickel et or,
remarques

tre contrd-
Publication
hdant faire
pécifiant la porosité selon les essais 13¢, 13d ou 13¢, au fait que I'applicabilitd réelle et le
niveau de confiance des conclusions tirées des résultats d’essai sont trés limités.

4.2.1.3 Comntacts imprimés

Lorsque des contacts imprimés sont utilisés, on doit prendre soin d’utiliser un type de revétement
compatible avec la contrepartie correspondante. Aucune régle générale ne peut étre donnée, car le
placage approprié dépend de plusieurs facteurs dont la plupart sont interdépendants, tels que:

|

le type de placage de la contrepartie;

la conception de contrepartie (forme, pression de contact, etc.);
I’endurance, le nombre d’opérations probables;

les exigences électriques (par exemple résistance de contact);

les exigences mécaniques (par exemple forces d’insertion et d’extraction);
les conditions d’environnement,
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